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【行业要闻】 

SEMI 报告：预计 2025 年全球 300mm Fab 厂产能将达到新高 

美国加州时间 2022 年 10 月 11 日，SEMI 在其 300mm Fab Outlook to 2025

报告中指出，预计从 2022 年至 2025 年，全球半导体制造商 300mm Fab 厂产能

将以接近 10%的复合年增长率（CAGR）增长，达到每月 920 万片的历史新高。

对汽车半导体的强劲需求以及多个地区新的政府资助和激励计划是主要增长因

素。 

GlobalFoundries、Intel、Micron、Samsung、SkyWater Technology、TSMC 和

Texas Instruments 等公司都宣布新的 Fab 厂将于 2024 年或 2025 年建成投产，以

满足不断增长的需求。 

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示：“虽然部分芯片的短缺已经缓

解，其他芯片的供应仍然紧张，半导体行业正在扩大其 300mm Fab 厂产能，为

满足广泛新兴应用的长期需求打下基础。SEMI 目前正在追踪 67 家预计于 2022

年至 2025 年开始建设的新的 300mm Fab 厂或产线” 

地区展望 

预计中国 300mm 前端 Fab 厂产能的全球份额将从 2021 的 19%增加到 2025

年的 23%，达到 230 万 wpm，这一增长受政府对国内芯片行业投资不断增加等

因素的推动。随着这一增长，中国的 300mm Fab 厂产能将接近全球领先的韩国，

预计明年将超过目前排名第二的中国台湾地区。 

预计从 2021到 2025年，中国台湾地区在全球的产能份额将下滑 1%，占 21%，

而同期韩国的份额也将小幅下降 1%，变成 24%。随着与其他地区的竞争加剧，

日本在全球300mm Fab厂产能中的份额将从2021的15%下降到2025年的12%。 

在美国芯片法案的资助和激励措施的推动下，预计美国 300mm Fab 厂产能

的全球份额将从 2021 的 8%上升到 2025 年的 9%。在欧洲芯片法案的投资和激

励下，欧洲/中东地区的产能份额预计将在同期从 6%增至 7%。预计在预测期内，

东南亚将保持其在 300mm 前端 Fab 厂产能 5%的份额。 

按产品类型划分的预计产能增长率 

从 2021 到 2025 年，300mm Fab 厂的预测显示，2025 年与功率相关的产能
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增长最快，复合年增长率为 39%，其次是 Analog，为 37%，Foundry 为 14%，

Opto 为 7%，Memory 为 5%。（来源：SEMI） 

华润微电子深圳 12 英寸集成电路生产线建设项目开工 

10 月 29 日上午，华润微电子深圳 12 英寸集成电路生产线建设项目开工。 

今年 1 月，华润微电子在宝安设立集高端制造运营、投资孵化、科研创新、销售

一体化等职能为主的华润微南方总部暨全球创新中心，并开始启动 12 英寸特色

工艺集成电路生产线项目。此次开工建设的华润微电子深圳 12 英寸集成电路生

产线项目，一期总投资 220 亿元，聚焦 40 纳米以上模拟特色工艺。项目建成后

将形成年产 48 万片 12 英寸功率芯片的生产能力，产品主要应用于汽车电子、新

能源、工业控制、消费电子等领域。（来源：深圳发布） 

投资 290 亿元！京东方拟投建第 6 代新型半导体显示器件生产线项

目 

10 月 30 日，京东方 A 发布公告称，公司下属控股子公司北京京东方创元科

技（000551）有限公司拟在北京经济技术开发区投资建设应用 LTPO 技术的第 6

代新型半导体显示器件生产线项目，着力布局 VR 显示产品市场，进一步丰富公

司产品结构，巩固公司半导体显示行业龙头地位。 

根据公告，该项目约 630 亩，建设地点位于北京经济技术开发区，总建筑面

积 608,924 平方米，玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm，设计产能：50 千片/

月，主要生产 VR 显示面板、MiniLED 直显背板等高端显示产品。项目建设周期

自 2023 年至 2025 年，2025 年量产，2026 年满产，项目总投资 290 亿元人民币。 

瑞联新材拟投资 8 亿元建 OLED 升华前材料等项目 

10 月 27 日晚间，瑞联新材发布公告称，2022 年 10 月 27 日，公司召开第三

届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设大

荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》，同意公司投

资约 8 亿元建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目。 

根据公告内容显示，项目的实施主体为瑞联新材的全资子公司大荔瑞联新材
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料有限责任公司，项目选址位于渭南市大荔县经济技术开发区，计划新建五个生

产车间及其配套的辅助工程和服务设施，用于 OLED 升华前材料及中间体、医

药中间体、光刻胶及其它电子化学品的生产。 

艾森股份科创板 IPO 获受理 

日前，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”）科创板

IPO 获得受理，公司拟募资 7.5 亿元。 

本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：年产 12000 吨半导体专用材

料项目，拟用募集资金投入金额约 2.11 亿元；集成电路材料测试中心项目，拟

用募集资金投入金额 4.50 亿元。补充流动资金，拟用募集资金投入金额 5000 万

元。 

艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务，公司围绕电子电镀、

光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、

光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件

及显示面板等行业。 

派瑞特气上交所科创板 IPO 成功过会 

上海证券交易所科创板上市委员会 2022 年第 80 次审议会议于 2022 年 10

月 20 日上午召开，审议结果显示，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（简

称“派瑞特气”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

派瑞特气是中国船舶集团有限公司第七一八研究所科技产业化平台公司—

—派瑞科技有限公司控股子公司，主要生产三氟化氮、六氟化钨、六氟丁二烯、

氘气、氟化氢、氯化氢、四氟化硅、混合气等 29 种电子特气及三氟甲磺酸系列

产品，总经营产品品类 200 余种。 

派瑞特气 2019 年启动 IPO 工作，经资产重组、员工股权激励、引入战略投

资、股份制改造后，2022 年 6 月 23 日获得上海证券交易所申报受理。本次 IPO

预计募集资金 16 亿元，将助力企业进一步增强综合竞争力，成为世界电子特气

的主导力量。 

【统计数据】 
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海关总署：前三季度进口集成电路 4171.3 亿个，减少 12.8% 

据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值 31.11 万亿元人民币，比去年

同期（下同）增长 9.9%。其中，出口 17.67 万亿元，增长 13.8%；进口 13.44 万

亿元，增长 5.2%；贸易顺差 4.23 万亿元，扩大 53.7%。 

前三季度，我国出口机电产品 10.04 万亿元，增长 10%，占出口总值的 56.8%。

其中，自动数据处理设备及其零部件 1.18 万亿元，手机 6722.5 亿元，汽车 2598.4

亿元。 

同期，我国进口机电产品 5.2 万亿元，下降 3.8%。其中，集成电路 4171.3

亿个，减少 12.8%，价值 2.07 万亿元，增长 2.6%；汽车（包括底盘）67.1 万辆，

减少 11%，价值 2697.6 亿元，下降 0.2%。（来源：CINNO） 

机构：9 月国内液晶面板产线稼动率降至 68.4% 

10 月 27 日，根据 CINNO Research 月度面板厂投产调研数据显示，2022 年

9 月，国内液晶面板厂平均稼动率为 68.4%，环比 8 月微幅下滑 0.5 个百分点。

其中，低世代线（G4.5~G6）平均稼动率为 67.8%，环比下滑 0.5 个百分点；高

世代线（G8~G11）平均稼动率为 68.5%，同样环比下滑 0.5个百分点，其中G10.5/11

高世代线平均稼动率降为 65.8%，环比下滑 5.5 个百分点。（来源：CINNO） 

【财报速递】 

台积电 9 月营收续站稳 2,000 亿元大关 

芯片代工龙头台积电公布 2022年 9月份营收，金额达新台币 2,082.48 亿元，

较 8 月份减少 4.5%，较 2021 年同期增加 36.4%，虽终止连续创高记录，却站稳

2,000 亿元以上营收大关，写下单月次高记录。而受到苹果拉货高潮的注资，台

积电 2022 年第三季营收来到 6,131.42 亿元，较第二季增加 14.8%，较 2022 年同

期也增加 47.85%，改写单季新高记录。 

京东方 2022 年前三季度营收 1327.44 亿元 同比下降 19.45% 

2022 年前三季度，京东方营收 1327.44 亿元，同比下降 19.45%；归母净

利润 52.91 亿元，同比下降 73.75%。 
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第三季度，京东方营收 411.34 亿元，同比下降 26.79%；归母净利润亏损 

13.05 亿元，同比降低 118.01%。 

【产业分析】 

芯片公司迎来新寒流 

全球通膨造成消费性电子需求急冻，半导体生产链库存修正开始对上游晶圆

代工厂造成影响。然在景气下行之际，晶圆代工市场强者恒强特性却愈发明显，

以各家业者在手订单来看，台积电营运估将在明年第一季软着陆，第二季后重拾

成长动能。至于联电、力积电、世界先进等产能利用率将明显向下修正、且面临

苦战，明年第二季营运才可望触底回温。 

半导体库存修正已开始影响晶圆代工厂产能利用率，加上美中贸易战持续延

烧，美国发布最新法令，企图阻止中国取得制造先进芯片不可或缺的关键技术与

设备，让晶圆代工厂面临的地缘政治压力直线上升。 

为了因应外在环境因素对营运的直接冲击，目前业界普遍认为，库存去化仍

是优先处理项目，美中贸易纷争仍有寻求最适解的机会。 

面对此次的景气下行，过往一片荣景的晶圆代工市场，也将开始出现两样情。 

由于智慧型手机及笔电等需求疲弱，台积电虽然面临英伟达、超微等大客户

修正订单，但是在先进制程市场赢者通吃，不仅由竞争对手的手中抢回了高通及

英伟达的新订单，争取到英特尔扩大委外，苹果订单成长动能也仍然稳健。 

法人预期，台积电第四季营收表现将约较上季持平或小幅下滑，明年第一季

虽然是淡季，但依惯例会先为主要客户进行「提前投片」的动作，维持产能利用

率在高档。 

由于新台币看贬加上 2023 年再度调涨价格，台积电第一季营收季减率仍可

控制在 10％以内，第二季就可随着库存压低而逐步重拾成长动能，在这波市况

变动中让营运出现「软着陆」。至于其它晶圆代工厂就可能直接面临苦战。 

由于这波库存修正先由 8 吋厂开始引爆，力积电及世界先进第三季营运转弱，

产能利用率逐季走跌到明年第一季。联电第三季虽然维持高档，但第四季亦难逃

市况修正压力，明年第一季利用率仍会向下修正。 

总体来看，台积电的产能调配及产品线转换的策略奏效，随着 3 奈米 N3E
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制程在明年第二季下旬开始出量，明年年度营收仍可优于今年。 

至于其他晶圆代工厂的产能，偏重在成熟制程领域，消费性占比明显偏高，

产能利用率修正速度快且幅度大，业界多数认为，要到明年第二季营运才会触底

回升。 

高库存火烧晶圆代工 

长达逾 2 年的疫情红利于 2022 年初起明显消退，加上全球通膨压力加剧，

TV、手机与 NB 等消费性电子需求大幅衰退，终端库存急速飙升，电子供应链

陷入砍单、延迟拉货、杀价与取消长约混乱局势，连锁效应于 2022 年中向上冲

破半导体晶圆代工、封测与 IC 设计防线，并扩及设备、材料等。 

7、8 月半导体整体供需反转速度太快，完全令供应链措手不及；9 月需求更

是直落，即使众厂含泪砍价全力去化库存，但水位仍未见明显下降。多家大厂预

期，库存去化问题至少到年底才会更为明朗，也就是第 4 季需求难见提振，供应

链营运将持续走弱。 

半导体业者表示，2022 年第 4 季虽进入欧美年底节庆消费季，但在高通膨

承压、全球经济前景不明下，旺季效应恐将落空，上下游供应链业绩将会是全年

低点，不只比 2021 年同期更差，更可能回到疫前水准。 

从终端到 IC 设计业者，第 4 季业绩几乎都将难逃跌势，再往上到晶圆代工

产业，虽然产能已见松动，稼动率明显下滑，但市场预期在有利汇率加持下，整

体获利跌势不会太重。其中，台积电尽管面临不少客户砍单，但在代工报价上不

仅坚持立场，甚至更已确立 2023 年涨势不变。 

台积电的考量是，订单量缩只是 2~3 季短期现象，且价格一旦让步就回不去，

再加上通膨压力加剧，将令长期毛利率逾 53%目标难达阵。半导体预期，台积电

第 4 季与全年营收目标应可顺利达阵，不过，由于 2023 年订单规模缩减，1 月

法说会上极大机会调整全年资本支出与营收成长目标。 

而二线晶圆代工厂报价已有退让，不过由于先前逐季大涨幅度甚大，因此整

体平均售价至年底仍高于 2021 年，相关业者就表示，虽然产能利用率跌至 8 成，

但价格只要守住，度过第 4 季至 2023 年上半乱流，2023 年下半客户重启拉货带

动下，产能利用率与营运表现可望逐季回升。 

值得注意的是，近日美光(Micron)宣布，将减缓生产速度与削减资本支出，
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2023 会计年度资本支出将大砍 3 成至 80 亿美元，晶圆厂设备支出减少 50%，而

晶圆代工厂虽然仅力积电明确释出扩产规模大减及未来计画暂缓，但市场频传台

积电、联电与世界先进、GlobalFoundries 等都明显放缓扩产速度、规模及减少设

备采购。 

台半导体设备业者就表示，半导体市况走弱，第 3 季明显降温，第 4 季不少

客户拉货力道就放缓，对于业绩影响不小，高库存、低需求困境将持续至 2023

年中，势必将令记忆体、晶圆代工与 IDM 业者扩产规模与资本支出缩减，虽说

可减缓产能过剩危机，但对设备厂而言，所期待的荣景已不如预期长达数年之久，

甚至 2023 年成长力道也将明显减弱。 

据国际半导体产业协会(SEMI)最新报告指出，2022 年全球晶圆厂设备支出

总额虽达 990 亿美元，续创新高，但较先前所预估的 1,090 亿美元则有约 9%下

修幅度，另对于 2023 年则是预期将小幅衰退 2 %，约达 970 亿美元。以此来看，

半导体相关设备业者接单高峰期恐已过，第 4 季后将逐步向下，若最大客户台积

电未来有所修正，跌势将更为显著。 

（来源：半导体行业观察） 


